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試作したUWB方式のトランシーバモジュールの外観

» 2013年03月27日 12時00分 更新

無線通信技術：

無線通信モジュールの厚みをアンテナ込みで1mmに、
Insight SiPが設計IPを提案
無線通信用のトランシーバモジュールなどの設計情報をIPとして提案するInsight SiP。アンテナ部を内蔵
した無線通信モジュールを、厚みがわずか1mmのSiPで実現する。

[馬本隆綱，EE Times Japan]

 無線通信モジュールの設

計開発を手掛けるフランスの

Insight SiPは、独自のAIP

（Antenna in Package）技

術を駆使して、無線通信用トランシーバモジュー

ルなどの設計情報をIP（Intellectual 

Property）として提案している。アンテナ部を内

蔵した無線通信モジュールを、厚みが最大1mm

のSiP（System in Package）で実現できること

が同社の強みの1つだ。また、パッケージ内にセ

キュリティチップを取り込んだ無線通信モジュー

ルの開発も進めているという。

 同社はこれまで、近距離無線通信技術の1つであるTransferJetをはじめ、携帯電話の最新

通信規格であるLTE、低消費電力の近距離無線通信規格Bluetooth Low Energy（BLE）、ハ

イビジョン映像の無線通信用規格WHDI（Wireless Home Digital Interface）などに対応し

た無線通信モジュールの設計情報をさまざまな顧客に提供してきた。

 同社が最近注力している設計IPの1つが、UWB

（Ultra Wide Band）方式を用いた近距離無線通

信用トランシーバモジュールである。同社はシリコ

ンチップ単体の設計や無線通信モジュールの製

品化までは行わないが、設計情報を顧客に理解し

てもらうためにSiP技術を使った無線通信モジュー

ルを試作している。UWB方式の近距離無線通信

モジュールの試作品は、外形寸法が7×7mmで、

厚みが1mmと薄い。このモジュールは、無線チッ

プとベースバンドICを2層構造で積層している。その上部に印刷技術でアンテナを形成し、バンド

パスフィルタやバランといったフロントエンドモジュール機能も含めて、1個のSiPに実装してい

る。

 Insight SiPのCEO（最高経営責任者）を務めるMichel Beghin氏は、同社の強みについて、

「一般的なセラミックのアンテナを用いると高さ（厚み）が2.0～2.5mmとなる。アンテナを小型化

する当社独自のAIP技術により、モジュールにアンテナを内蔵することが可能となり、無線通信

モジュールの厚みを1mmに抑えることができる。また、EMI（Electro Magnetic 

Interference：電磁妨害）ノイズを抑制するためのシミュレーション技術やフィルタリング技術な

ども持ち合わせている」と語る。
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Insight SiPのCEOを務めるMichel Beghin氏

 さらに、これからの開発テーマとしてBeghin氏

は、「トレーニングウェアやランニングシューズ、ブ

レスレット、腕時計などに無線通信モジュールを内

蔵しようという動きが一層強まっている。そのため

にもモジュールの薄型化は重要な要件となる。電

源もバッテリレスへの対応が求められることになろ

う」と述べた。

セキュリティチップも1パッケージに内蔵

 Beghin氏が、日本市場で期待する用途として挙げたのが、前述したTransferJetやLTE、

BLE、WHDIといった無線通信モジュールへのセキュリティチップの取り込みである。「無線通信

のアクセスポイント数は増加を続け、2～3年後にはウイルスやハッカーへの対策がこれまで以

上に重要となる。このために無線通信モジュールの直近にセキュリティチップを実装することが

安全性を向上するのに最も有効だ」（同氏）。既に同社は、ある顧客と協力してセキュリティチップ

を1パッケージに内蔵した無線通信モジュールの開発に着手している。

 最後にBeghin氏は、日本市場におけるInsight SiPの取り組みについても触れた。同氏は、

「現在、日本で活動しているのは営業担当者だけだが、近い将来は日本語で顧客と打ち合わせ

が行えるエンジニアを常駐させる予定だ」と述べている。

ワイヤレス設計（Wireless Design）特選コーナー

携帯電話などの高速移動体通信から、応用が広がる近距離無線、新領域として注目を集めるミリ波通信
まで、各種無線システムの設計に不可欠な部品やツール、標準規格や認証テストの最新動向を追う！
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「EE Times Japan『無線通信技術』」バックナンバー

西武ドームがスタジアムWi-Fiシステムを導入、141台のAPで数万人の観客に対応

無線通信モジュールの厚みをアンテナ込みで1mmに、Insight SiPが設計IPを提案

Wi-Fiネットワークでスマホユーザーの行動パターンを可視化、シスコが出荷開始

スマート家電とスマートメーターの無線接続を1チップで実現、GainSpanの新製品

QualcommがLTE端末向けの構想を発表、SiP技術を適用したRF製品が中核に

LTEブロードキャストとM2M向けSIMチップ、EricssonがMWC 2013で展開

Ericsson、MWC 2013でLTE-Advancedのデモを予定

ZigBee Alliance、中国市場やスマートメーター市場での躍進を狙う

60GHz帯通信の勢力図、Wi-Fi AllianceとWiGigの合併でどう変わる？

スマホでPC画面を映すだけ、富士通研のファイル転送技術

この連載を「連載記事アラート」に登録する New
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